Welke ver pakkingen minimaliseren DOA bij high-
tech apparatuur?

Dead on Arrival (DOA) bij hightechapparatuur voorkom je met de juiste verpakkingskeuze. Antistatische
materialen, schokabsorberende foam en klimaatbestendige verpakkingen beschermen tegen de
hoofdoorzaken van transportschade. Een stevige verpakking vermindert defects on arrival aanzienlijk, maar
structurele optimalisatie van je hele verpakkingsproces biedt de beste resultaten tegen DOA.

Wat isDOA en waarom komt dit zo vaak voor bij
hightechappar atuur ?

Dead on Arrival (DOA) betekent dat apparatuur defect aankomt bij de eindgebruiker, ondanks dat het
werkend de fabriek verliet. Hightechapparatuur is extra kwetsbaar omdat het gevoelige elektronische
componenten bevat die beschadigd kunnen raken door trillingen, schokken, temperatuurwisselingen en
el ektrostatische ontlading tijdens transport.

Hightechcomponenten zoals processors, sensoren en printplaten bevatten microscopische structuren die
gemakkelijk beschadigen. Een kleine schok die je nauwelijks voelt, kan al genoeg zijn om een chip
onherstelbaar te beschadigen. Daarom zie je DOA vaker bij hightechapparatuur dan bij andere producten.

De meest voorkomende oorzaken van DOA tijdens transport zijn mechanische schokken door vallen of
stoten, trillingen waardoor interne verbindingen losraken, temperatuurschommelingen die materialen laten
uitzetten en krimpen, en elektrostatische ontlading die circuits doorbrandt. Ook vocht kan corrosie
veroorzaken aan delicate onderdelen.

Welke factoren ver oor zaken de meeste schade aan gevoelige
elektronische componenten?

Trillingen en schokken zijn de grootste boosdoeners bij transportschade aan hightechapparatuur. Trillingen
ontstaan door voertuigmotoren en wegdek, terwijl schokken optreden bij laden, lossen en onvoorzichtige
behandeling. Deze mechanische krachten kunnen soldeerverbindingen breken en componenten losl aten.

Temperatuurschommelingen zorgen voor uitzetting en krimp van materialen met verschillende snelheden. Dit
creéert mechanische spanning die verbindingen kan breken. VVooral snelle temperatuurwisselingen zijn
gevaarlijk voor elektronische componenten.

Elektrostatische ontlading (ESD) is een onzichtbare maar verwoestende factor. Statische elektriciteit bouwt
zich op tijdens transport en ontlaadt zich plotseling via gevoelige circuits. Dit kan componenten onmiddellijk
beschadigen of verzwakken, waardoor ze |ater falen.

Vocht en stof vormen ook risico’s. Vocht kan corrosie veroorzaken aan metalen onderdelen en geleidende
paden beschadigen. Stof kan ventilatie blokkeren en elektrische verbindingen verstoren. Deze factoren
werken vaak samen en versterken elkaars schadelijke effecten.

Hoekiesjedejuiste ver pakking voor verschillende soorten
hightechappar atuur?



Begin altijd met een analyse van je specifieke apparatuur en transportomstandigheden. Vraag jezelf af: hoe
gevoelig is het product, over welke af standen wordt het getransporteerd en welke behandeling kan het
onderweg verwachten? Deze informatie bepaalt welke beschermingslagen je nodig hebt.

Voor Kkleine elektronische componenten zoal's chips en printplaten gebruik je antistatische zakken,
gecombineerd met schokabsorberende foam in een stevige buitenverpakking. De antistatische laag voorkomt
ESD, terwijl de foam mechanische schokken absorbeert.

Grotere apparaten zoals servers of meetinstrumenten hebben vaak maatwerkverpakkingen nodig met
specifieke uitsparingen in schokabsorberende materialen. Daarbij is het belangrijk dat het apparaat niet kan
bewegen binnen de verpakking, maar ook niet onder spanning staat door een te strakke bevestiging.

Voor international e zendingen voeg je klimaatbestendige barriéres toe die beschermen tegen vocht en
temperatuurschommelingen. Denk aan dampwerende folies en temperatuurisol erende materialen. Ook
desiccants (vochtabsorbeerders) kunnen nuttig zijn voor langere transporten.

Welke ver pakkingsmaterialen bieden de beste bescher ming tegen
DOA?

Antistatische foam is je beste vriend voor elektronische componenten. Dit materiaal combineert
schokabsorptie met ESD-bescherming in één oplossing. Het is verkrijgbaar in verschillende dichtheden,
waarbij zachtere foam beter absorbeert en hardere foam meer structurel e steun biedt.

Geleidende verpakkingen zoals metallized bags of conductive containers bieden superieure ESD-
bescherming voor zeer gevoelige componenten. Deze materialen leiden statische elektriciteit veilig af zonder
schade aan je product.

Voor klimaatbestendige bescherming gebruik je barrier films die vocht en gassen tegenhouden.
Aluminiumfolies en gespecialiseerde kunststoffilms beschermen tegen temperatuurschommelingen en
vochtindringing tijdens lange transporten.

Schokabsorberende materialen zoal s polyethyleenfoam, polyurethaanfoam en zelfs innovatieve materialen
zoal s aircushions bieden mechanische bescherming. De keuze hangt af van het gewicht van je product en de
verwachte schokintensiteit.

Combineer verschillende materialen voor optimale bescherming. Een typische opbouw bestaat uit een
antistati sche binnenlaag, een schokabsorberende tussenlaag en een stevige buitenverpakking. Deze gelaagde
aanpak biedt bescherming tegen alle hoofdrisicofactoren.

Hoetest je of jouw ver pakking daadwerkelijk DOA voorkomt?

Simul atietests geven je inzicht in hoe goed je verpakking presteert onder realistische omstandigheden.
Trillings- en valtests simuleren transportstress, terwijl temperatuur- en vochtcycli klimaatomstandigheden
nabootsen. Deze tests tonen zwakke punten aan voordat je producten daadwerkelijk verzendt.

Real-life testing betekent je verpakking testen onder echte transportomstandigheden. Stuur testverpakkingen
mee met reguliere zendingen en monitor wat er gebeurt. Gebruik dataloggers om trillingen, schokken en
temperatuurveranderingen te meten tijdens het transport.

Monitor je DOA-percentages systematisch. Houd bij hoeveel producten defect aankomen en analyseer de
oorzaken. Een goed verpakkingsmanagementsysteem helpt je deze data te verzamelen en trends te
identificeren.



https://faes.gaatbijnaonline.nl/activiteiten/verpakkingsmanagement/ipmm/

Stel benchmarks vast voor acceptabele DOA-percentages in jouw sector. Voor hightechapparatuur ligt dit
vaak onder de 1%, maar dit verschilt per producttype en waarde. Vergelijk je prestaties met deze benchmarks
en pas je verpakkingsaanpak aan waar nodig.

Voer regelmatige audits uit van je verpakkingsproces. Controleer of medewerkers procedures correct volgen
en of materialen nog aan de specificaties voldoen. Kleine afwijkingen in het verpakkingsproces kunnen grote
gevolgen hebben voor DOA -percentages.

DOA bij hightechapparatuur voorkom je door de juiste combinatie van materialen, ontwerp en
procesbeheersing. Het gaat verder dan aleen een stevige doos: je hebt een doordachte aanpak nodig die alle
risicofactoren adresseert. Bij Faes helpen we bedrijven hun verpakkingsprocessen te optimaliseren en DOA-
percentages drastisch te verlagen. Wil je weten hoe jouw verpakkingsaanpak verbeterd kan worden? Ontdek
hoe we samen jouw transportschades kunnen minimaliseren en neem contact op voor een analyse van jouw
Situatie.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak moet ik mijn ver pakkingsmaterialen vervangen om optimale bescherming te
behouden?

Antistatische materialen verliezen hun effectiviteit over tijd, vooral bij blootstelling aan vocht en UV-licht.
V ervang antistatische foam en geleidende verpakkingen elke 12-18 maanden, of eerder als je verhoogde
DOA -percentages opmerkt. Controleer regelmatig de ESD-eigenschappen met een
oppervlakteweerstandsmeter.

Wat zijn de eerste stappen om een ver pakkingsaudit uit te voeren bij verhoogde DOA-
per centages?

Start met het traceren van defecte producten terug naar specifieke batches en transportroutes. Controleer of
verpakkingsmaterialen correct zijn toegepast en nog voldoen aan specificaties. Voer vervolgenstrillings- en
valtests uit op je huidige verpakking om zwakke punten te identificeren.

Kan ik kosten besparen door ver schillende ver pakkingsmaterialen te combineren in
plaats van premium oplossingen te gebruiken?

Ja, een slimme combinatie van goedkopere materialen kan even effectief zijn als dure premium oplossingen.
Bijvoorbeeld: standaard polyethyleenfoam gecombineerd met een antistatische binnenzak kan kosteffectiever
zijn dan dure antistatische foam, mits correct toegepast.

Hoe bepaal ik dejuiste dichtheid van schokabsor ber ende foam voor mijn specifieke
product?

De foamdichtheid hangt af van het gewicht en de kwetsbaarheid van je product. Voor lichte elektronische
componenten (onder 500g) gebruik je foam van 20-30 kg/m3, voor zwaardere apparaten (1-5kg) kies je 40-60
kg/m3. Test altijd met valtests vanaf de verwachte valhoogte.


https://faes.gaatbijnaonline.nl/over-ons/
https://faes.gaatbijnaonline.nl/contact/

Welke specifieke klimaatomstandigheden ver eisen extra ver pakkingsmaatr egelen?

Transporten naar tropische gebieden (>80% luchtvochtigheid), extreme koude (50°C) vereisen speciale
barrierefolies en klimaatcompensatie. Voeg desiccants toe bij vochtige omstandigheden en isolatiematerialen
bij extreme temperaturen.

Hoe kan ik ESD-schade her kennen en onder scheiden van ander e transpor tschades?

ESD-schade is vaak niet zichtbaar aan de buitenkant maar manifesteert zich als intermitterende fouten,
verminderde prestaties of complete uitval nainschakeling. Gebruik een multimeter om onverwachte
weerstandswaarden te meten in circuits, en controleer of componenten nog binnen specificaties functioneren.



